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Krav til elektriske og
elektroniske produkter

1 GENERELT

1.1 Omfang Denne standard beskriver materialer, metoder og godkendelseskriterier for produktion af loddede elektriske og
elektroniske produkter. Hensigten med denne standard er at anvende og stole pa processtyringsmetoder for at sikre ensartede
kvalitetsniveauer under produktfremstillingen. Det er ikke standardens hensigt at udelukke nogen som helst procedure, som f.eks.
komponentmontering eller anvendelse af flus og loddemetal til fremstilling af den elektriske forbindelse.

Loddeprocesser, udstyr og forhold, som er beskrevet i dette dokument, er baseret pa elektriske/elektroniske kredsleb, som er
designet og produceret i overensstemmelse med specifikationerne i Tabel 1-1.

Tabel 1-1 Design, fremstillings og godkendelsesspecifikationer

Printkorttype Design Fremstillings-/godkendelsesspecifikation
Generelle krav IPC-2221 IPC-6011
- . IPC-6012
Rigid print IPC-2222 IPC-A-600
Flex-print IPC-2223 IPC-6013
- . IPC-2222
Rigid-flexprint IPC-2223 IPC-6013

1.2 Formal Denne standard beskriver krav til materialer, processer og godkendelseskrav til fremstilling af loddede elektriske og
elektroniske produkter. For at fi en mere komplet forstielse af denne standards anbefalinger og krav, kan den anvendes sammen med
IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 og IPC-A-610. Standarder kan blive opdaterede ndr som helst, inklusiv tilfgjelse af et amendment.
Anvendelse af et amendment eller en nyere revision er ikke automatisk et krav.

1.3 Klassificering Denne standard accepterer, at elektriske- og elektroniske produkter er underlagt klassificeringer for det
forventede driftsmilje. Slutprodukterne er inddelt i tre generelle klasser, som er fastlagt, sa de afspejler forskelle i producerbarhed,
kompleksitet, krav til funktionel udferelse og verificeringsfrekvens (inspektion/test).

Brug af denne standard kraver en aftale om den klasse, som produktet tilherer. Brugeren har ansvaret for at identificere den
klasse, som produktet er produceret i henhold til. Produktklassen ber veere opgivet 1 indkebsdokumentationen. Hvis brugeren ikke
fastsaetter og dokumenterer godkendelsesklassen, kan producenten gere det.

KLASSE 1 Simple elektronikprodukter

Omfatter produkter, som er egnet til anvendelse, hvor det primere krav er det feerdige produkts funktion.
KLASSE 2 Palidelige elektronikprodukter

Omfatter produkter hvor vedvarende funktion og udvidet holdbarhed er krevet, og hvor kontinuerlig drift er ensket, men ikke
kritisk. Typisk vil driftsmiljeet ikke kunne forarsage fejl.

KLASSE 3 Elektronikprodukter med hgj palidelighed til barske driftsmiljeer

Omfatter produkter hvor kontinuerlig funktion og hej ydeevne er kritisk, driftstop ikke kan tolereres, slutproduktets driftsmiljo
kan veere useedvanlig barskt og produktet skal fungere, nar det er kraevet. Eksempler herpa er livsvigtigt udstyr eller andre kritiske
produkter.

1.4 Anvendelse af maleenheder Denne standard bruger “International System of Units” (SI) i henhold til ASTM SI10,
IEEE/ASTM SI 10, afsnit 3. [Imperial engelske enheder folger i parenteser]. SI enhederne i denne standard er millimeter (mm)
[in] for dimensioner og dimensionelle tolerancer, Celsius (°C) [°F] for temperatur og temperaturtolerancer, gram (g) [0z] for vegt
og lux for lysstyrke.

Note: I denne standard anvendes andre SI praefikser (ASTM SI10, afsnit 3.2) for at eliminere foranstillede nuller (f.eks. 0,0012 mm
bliver til 1,2 um) eller alternativt som potensen af 10 (3,6 X 10* mm bliver til 3,6 m).

1.4.1 Verificering af dimensioner Aktuelle malinger af en specifik delmontage og en loddefyldnings dimensioner, samt fastsattelse
af procenter, er ikke krevet, undtagen som reference. For at afgere om der er overensstemmelse med kravene i denne standard,
afrundes alle observerede eller beregnede vardier “til nermeste enhed”, da det sidste hejre ciffer anvendes til at udtrykke
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specifikationens granser i henhold til afrundingsmetode i ASTM E29. For eksempel er specifikationer pa maksimum 2,5 mm,
2,50 mm eller 2,500 mm omkring den malte veerdi afrundet til henholdsvis 0,1 mm, 0,01 mm eller 0,001 mm og derpa sammenlignet
med specifikationens angivne verdi.

1.5 Definition af krav Ordene “’skal” eller "ma ikke” anvendes i teksten overalt i dette dokument, hvor der er et krav til materialer,
bearbejdning, processtyring eller godkendelse af et elektrisk eller elektronisk produkt.

Hvor ordene skal/mé ikke anvendes i denne standard, er kravene for hver enkelt klasse angivet i parentes ved siden af kravet.
N = Intet krav etableret i denne klasse, men kan kraeve separate kriterier som er aftalt mellem producent og bruger.

A = Acceptabel

P = Procesindikator

D = Defekt

Eksempler:

[A1P2D3] er Acceptabel Klasse 1, Procesindikator Klasse 2 og Defekt Klasse 3

[N1D2D3] er Intet krav etableret i Klasse 1, Defekt Klasse 2 og 3

[A1A2D3] er Acceptabel Klasse 1 og 2, Defekt Klasse 3

[D1D2D3] er Defekt i alle klasser

Ordet “ber” afspejler anbefalinger og anvendes til at afspejle almindelig industripraksis og procedurer og skal kun betragtes
som guideline.

Tegninger og illustrationer er vist for at hjeelpe med fortolkningen af de skriftlige krav i denne standard. Teksten har
forrang over illustrationerne.

IPC-HDBK-001 er et stottedokument for denne specifikation og indeholder forklaringer og vejledende information sammenfattet
af ”IPC Technical Committees™ i relation til denne specifikation. Selvom hdndbogen ikke er en del af denne specifikation, henvises
laeseren til handbogen for vejledning, nar der opstér tvivl omkring udtryk, der anvendes i specifikationen.

1.5.1 Defekter og procesindikatorer Karakteristikker eller tilstande, som ikke er i overensstemmelse med kravene i denne
specifikation, er klassificeret som enten defekter eller procesindikatorer.

En defekt er en tilstand, som kan pavirke produktets udformning, anvendelighed og funktion i det endelige brugsmilje, eller andre
risikofaktorer, som er beskrevet af producenten, se 1.8.8 ”Producent”. En defekt skal [D1D2D3] identificeres, dokumenteres og
behandles som afvigelse af producenten under hensyntagen til design, anvendelse og brugerens krav.

En procesindikator er en tilstand (ikke en defekt) som kan tilskrives variation i materialer, brug af udstyr, workmanship eller processer,
men variationen pavirker ikke produktets udformning, anvendelighed eller funktion. Ikke alle procesindikatorer, specificeret
i denne standard, er beskrevet. Data vedrerende procesindikatorer ber overvages, men behaver ikke undergé afvigelsesbehandling.

Det er brugerens ansvar at definere yderligere kategorier for defekter, som er relevante for produktet. Det er producentens ansvar
at identificere defekter og procesindikatorer, som skyldes produktionsprocessen, se 1.5.3 ”Procedurer for specielle teknologier”.

1.5.2 Materiale og procesafvigelse Materiale-og procesafvigelser er forskellige fra defekter eller procesindikatorer, idet materiale-/
procesafvigelser som regel ikke resulterer i en tydelig eendring i produktets udseende, men kan pavirke produktets funktion, f.eks.
forurenet loddemetal eller ukorrekt sammensaetning af loddemetal i henhold til teknisk dokumentation.

Produkter, produceret ved anvendelse af materialer eller processer, som ikke er i overensstemmelse med kravene i denne standard,
skal [D1D2D3] klassificeres som defekte og underga afvigelsesbehandling. Denne vurdering skal [D1D2D3] rette sig mod den
potentielle effekt af afvigelsen pa produktets funktionsevne, som f. eks. palidelighed og designet levetid (lang levetid).

1.5.3 Procedurer for specielle teknologier Da dette er en industrikonsensus standard, kan den ikke omfatte alle mulige komponenter
og kombinationer af produktkonstruktioner, f.eks. magnetspoler, hejfrekvens og hejspanding. Hvis der anvendes usadvanlige
eller specielle teknologier, kan det veere nedvendigt at udvikle specielle proces- og/eller godkendelseskriterier.

Ofte er unikke definitioner nedvendige for at kunne bedemme de specialiserede karakteristikker, nar produktets udferelseskrav
skal overvejes.

Brugeren ber involveres i udviklingsarbejdet. Montage og lodning for specialiserede processer og/eller teknologier, som ikke er
specificeret heri, skal [N1D2D3] udfores i overensstemmelse med dokumenterede procedurer, der er til rddighed for review.

Disse kriterier ber sendes til IPC Technical Committee, for at se, om de kan komme i betragtning til kommende revisioner af
denne standard.
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